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A exigéncia de superficies limpas para a boa Nitretagdo 16nica por Plasma

A tecnologia de modificacdo de superficies em ligas ferrosas pelo
processo de nitretacdo idnica por plasma tfem uma exigéncia fundamental

pdara o sucesso.

e Supefficies (mvuito) Limpas

Paradoxalmente, parece uma desvantagem o fato da exigéncia de
“superficies limpas” ser um prerequisito fundamental para a boa conducdo
do processo de nitretacdo ionica por plasma, mas ndo € bem assim. Nesse
proceso, quando a peca liberar para a atmosfera do reator de nitretacdo
idnica algum fipo de contaminante ndo eliminado na etapa de limpeza este
produzird fenomenos eléfricos que inviabilizam a continuidade, ou a
conducdo, normal do processo. O plasma - meio de transporte do
nirogénio - se torna tdo instavel que, inexoravelmente, resultard na
suspensdo do processo, ou seja, “apaga” como se fosse a chama de um
fogdo de cozinha doméstico. Essa situacdo ndo estd contemplada nos
processos convencionais, ou seja, se a atmosfera do processo — gds, ou
liquida (banho de sal) - sofrer alguma “pequena” contaminacdo pela
presenca de ‘sujeiras” — Oleo, graxas, polimeros, etc — ndo totalmente
eliminados na limpeza, este ndo produzird algum tipo de alarme, ou
alteracdo dos pardmetros de processo, que resulte na paralizacdo da
nifretacdo. O efeito (nefasto) serd percebido mais tarde ao se examinar a
superficie nitretada por microscopia otica pela formacdo de camada
nitretada ndo uniforme, falhas, ou profunidade incorreta de camada, ou
baixo desempenho da superficie em frabalho.

Portanto, a peca completamente limpa - superficie, canais, etc...- é

condicdo “sine qua non"” para a correta conducdo da nitretacdo idnica por
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plasma. O usudrio, ou o fabricante da peca, interessado em modificar a

superficie pela tecnologia de nitretacdo idnica por plasma tem importante

contribuicGo na etapa de construcdo e preparacdo. A seguir, breves

consideracoes técnicas para a etapa de preparacdo da superficie de uma

peca, conforme aplicacdo industrial:

1.

Injecdo de Aluminio

Moldes de injecdo de aluminio apresentam a superficie modificada
pela acdo combinada de temperatura e desmoldante, geralmente, a
base de silicone, que deve ser corretamente eliminada por processos
de limpeza. Nesse caso, tem-se duas opcdes: a) polimento
mecdanico; e, ou b) limpeza por jateamento de microparticulas.

Além da limpeza da superficie, os canais de refrigeracdo também
devem estar totalmente limpos para que restos de dleo, polimeros,
dgua ou outros produtos sejam totalmente eliminados. Essa limpeza é
realizada por processo de “desgaseificacdo” em forno de atmosfera

protetora.

Injecdo de Pldstico

Moldes para injecdo de pldstico com o polimento da superficie de
trabalho realizado por aplicacdo de pasta de diamante a base de
silicone deve ser evitado. Caso realizado o polimento com pasta de
silicone esta deve sofrer novo polimento mecdanico, jateamento, ou
outro processo qualquer, para a total eliminacdo. Preferivel realizar o
polimento com lixa d"adgua até grana 1000 / 1200 antes da nitretacdo
e polimento fino depois da nitfretacdo. A superficie endurecida pela

nitretacdo tem facil polimento.
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3. Extrusao de Aluminio
Matriz nova tem processo de limpeza simples, convencional.
Entretanto, quando necessdria a renitretacdo, o processo de limpeza
em soda caustica deve ser bem readlizado para a completa
eliminacdo de restos de aluminio da extrusdo. E depois da limpeza em
solucdo de soda caustica, limpeza adicional em dgua quente para

elilminar vestigios desta solucdo aquosa.

4. Pecgas, em geral
Pecas, componentes de mdquinas, ou outras quaisquer, devem sofrer
excelente limpeza - desengraxantes, dgua quente, ou até
desgaseificacdo atmosfera protetora - para eliminar totalmente oleos
protetivos, lubrificantes provenientes de usinagem, polimeros, ou outros

contaminantes potenciais.

Conclusao

Limpeza, limpeza e limpeza que ndo se poderia transigir. Esse
prerequisito deve ser rigorosamente atendido para garantir a boa conducdo
da nitretacdo idnica por plasma. O fabricante da peca pode dar valiosa
contribuicdo para o sucesso da nitretacdo idnica por plasma, conforme
exposto acima, promovendo as corretas informacdes sobre as condicdes de
polimentos utilizados.

Importante informar que quando necessdria a realizacdo de processos
especiais de limpeza pela Isoflama - jateamento por microparticulas e

desgaseificacdo - isto acarretard custos adicionais a nitretacdo.

Isoflama Industria e Comércio de Equipamentos Ltda
Rua Um, 799 — Cep 13347-402 - Indaiatuba — SP
< www.isoflama.com.br > < vendramim@isoflama.com.br >




